


















































专利名称(译) 用于电子设备的环状尿素化合物

公开(公告)号 US20180108845A1 公开(公告)日 2018-04-19

申请号 US15/567617 申请日 2016-06-28
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罗门哈斯电子材料KOREA LTD.
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IPC分类号 H01L51/00 C07D233/36
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优先权 62/186475 2015-06-30 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种组合物，其包含至少一种如本文所述的式1的环脲化合物。该
组合物可以用于电子器件，例如有机电致发光器件。
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